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TongFang Solder Paste TF50-P6337-D-900 / Product Technical Data Sheet

TF50 serisi lehim pastasi, TongFang firmasi tarafindan gelistirilmis olup, miisterilerin
ihtiyaglarini karsilamak lizere miikemmel lehimlenebilirlik ve baski kabiliyeti saglar. TF50
serisi, SMIT siirecinin uygulanmasi sirasinda karsilasilan gesitli sorunlari ¢ézer; érnegin
depolama stabilitesi, tasima/teslimat stabilitesi, zayif lehim islanabilirligi ve lehim tozunun
oksidasyonu nedeniyle olusan lehim bilyeleri gibi problemler.

Normal sicaklikta sevkiyat ve depolama kosullarinda bile (iriin, eski tiplerde gériilen
bozulmalar olmaksizin stabil durumda kalir. Kullanimi ise olduk¢a kolaydir.

Yiiksek sicaklik ve yiiksek nem ortaminda dahi viskozitesini tutarli bir sekilde koruyabilir.

Baski islemi sirasinda siirekli pasta ilavesi yapildiginda bile, (riiniin 6zellikleri 12 saat
sonrasinda dahi bozulma géstermez.

Uriin, bosluk (void) olusumunu en aza indirmek igin gelistirilmistir.

TF50 serisi lehim pastalarinin normal sicaklikta (25°C) depolanmasi ve sevk edilmesi tavsiye
edilir.

Eger (iriin 0-10°C arasinda buzdolabinda saklandiysa, karistirma ve baski islemi 6ncesinde
mutlaka 19-25°C sicakhida kadar isitiimalidir.
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3. Solder Specfications
il Composition of solder alloy
%) Composition{Mass%s)
Sn Pb
Balance 37.0+0.5%
%) Impurity(Mass%a)
Al Fe Ni Cu Zn Ge As Ag Ccd Sb Bi
0.001 0.005 0.0 0.005 0.001 0.0 0.005 0.0 0.001 0.02 0.01
Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max
3.2 Solder alloy physical properties
Melting Foints (*C)
Liquidus DSC DSC Peak Solidus
183.0 183.0 183.0
(g/cm3) (Mpa) Tensile (%) (Gpa) Young's 0.2%Mpa) Hv)
Density Strength Elongation Module 0.2%Yield Point | Vickers Hardness
B4 56 59 26.3 45.8 16.6
33 Solder powder specification
Type Mesh PSD (um)
T4 -400/+635 20-38
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4. Technical Data
4.1 Physical properties
Category WaluesResults Methods Remarks
Shall not
A :t::ﬁe;mamtedﬂux,anﬂ:haﬂhmnmwth paste Visual inspection
%
90.00 IPC-TH-650 2.2.20
Metal Loadmg ¥
Viscosite Pa§ J1S-Z-3284 6 (@ Malcom PCU-205-10
” 190=30Fa5 rpm 3 min 23+1 °C =60% RH
Tack Inifial: 73.6 gm; Tack retention @ 24 hr: 1202 gm; | 1o 7 39q4 0
B4, Tack retention @ 72 br: 96 gm
Spread Test %
= 80% JIS-Z-3197-3.3.1.1
SolderBall Test Acceptable IPC-Th-650 2.4.43
ShumpTest No bridges all spacings IPC-TM-630 2.4 35
Stencil Life =8 Hours @ 30%RH, 23°C (74°F)
AbandonTime 30-60 Minutes @ 30%FH, 23°C (74°F)
4.2 Chemical properties
fvityLevel ROL1 IPC J-3TD-004
ppm
Halide Content ppm =1500ppm IPC-Th-6502.3.28.1
- AL No removal of copper film IPC-Th-650 2.3 32
- - sion No Corrosion Ocour IPC-Th6302.6.15
4.3Electrical properties
Pass, Test Conditions: IPC 7 days @ 35°C 83% FH
SIR | Ordinary state 1x1012(£%) or above After [PC-TM-650, 2.6.33 Pass condition:
humidifying 1x 109(Q) or above After 100hrs. in | ¥ X 108 ohm min | JIS Z 3284 - 14
humidity
Pass, Bellcore 96 hours (@ 63°C/83%EH 10V 300 | Bellcore GR78-CORE Pass
Electromigration hours | Pass. Test Conditions 65 °C, 38.5% RH for | condition final > initial/10 | IPC-TM-
396 hrs 650, 26141
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Raf Omrii

Bu (riiniin garanti stiresi, buzdolabinda (0-10°C) kapali sekilde saklanmasi kosuluyla tretim
tarihinden itibaren 6 aydir.

Muayene Raporlari

Miisteri talebine gére, her liretim partisinde asagidaki kriterler dogrultusunda
gerceklestirilen muayene raporunu saglayabiliriz:

e Lehim Alasiminin Kimyasal Bilesimi
e Metal Yiikleme Orani % (3)

e Halojen icerigi ppm (4)

e Viskozite Pa-s

Ambalaj ve Etiketleme

Ambalaj malzemeleri HDPE plastikten (lretilmistir. Farkli lehim pastasi kategorilerini ayirmak
icin farkli renkler kullanilir:

e Kursunsuz lehim pastasi igin deniz yesili,

e Kursun igeren lehim pastasi igin beyaz,

o Diisiik sicaklik lehim pastasi icin pembe.
Etiketleme

Uriin Adi

Parti No.

Uretim Tarihi

Son Kullanma Tarihi

Net Agirlik

Uretici Firma Adi

Onlemler / Dikkat Edilecek Hususlar

NSO LA WDNR

Ambalaj secenekleri: 250 g/kap, 500 g/kap, 10 cc/enjektor, 30 cc/enjektér vb. Ayrica miisteri
talebine gére farkli sekilde de paketleme yapilabilir.

TongFang lehim pastasi (irtinleri, gesitli ambalaj formlari ile temin edilebilir: 250 g/kap, 500
g/kap, 10 cc/enjektor, 30 cc/enjektér vb. Uriin, miisteri talebine gére paketlenebilir.
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Depolama Onlemleri
Uriin, stabilitesini garanti altina almak icin kapali sekilde ve buzdolabinda (0-10°C)
saklanmalidir.

Kullanim / islem Onlemleri

1. Uriinii lehimleme disinda baska amaglarla kullanmayinz.

2. Uriinle dogrudan temas etmeyiniz. Cilt ile temas durumunda, hemen kadit havlu
veya bez ile silin ve ardindan alkol, IPA veya uygun baska temizleyicilerle
yikayiniz.

3. Uriinii kullanirken ¢alisma ortaminin iyi havalandirilmis olmasina dikkat ediniz ve
lehimleme sirasinda olusan buharlari solumayiniz.

4. Sablonda kullanilan lehim pastasini kutudaki kullanilmamis pasta ile
karistirmayiniz. Bu, kullanilmamis pastanin akiskanhk 6zelliklerini (rheology)
degistirebilir.

5. Eger iirtin buzdolabinda saklandiysa, lehim pastasi kabini kapali tutarak isleme
baslamadan énce 4 saat boyunca oda sicakligina gelmesini saglayiniz. Uriin
sicakligi isleme éncesinde mutlaka 19°C’nin (izerinde olmalidir. Termometre ile
lehim pastasinin 19°C veya daha yliksek sicaklikta oldugunu dogrulayiniz. Baski
islemleri icin ortam sicakhigi en fazla 28°C olabilir.

6. Lehim pastasi kullanilmadan énce iyice karistirilmalidir. Makine ile karistirma
stresi: 500 g icin 2—4 dakika, hiz: 900£50 rpm; elle karistirma: 500 g igin 4—6
dakika, ayni yénde karistiriniz, hava kabarcigi olusumunu 6nleyiniz.

7. Baski veya dagitim isleminden sonra 30-60 dakika iginde montaj ve reflow
lehimleme yapilmasi, is verimliligini artirir ve daha iyi reflow lehimleme verimi
saglar.

8. Lehim pastasi islemleri sirasinda ¢alisma alani sicakligini 25+3°C civarinda, nem
oranini ise %60’in altinda tutunuz.

Onerilen Reflow Kosullari (Recommended Reflow Conditions)

Bu énerilen reflow profili, komponentlerin isi dayanikliligi, PCB ve reflow firinin ézelliklerine
bagli olarak degistirilebilir; bu nedenle 6nceden yeterli testlerin yapilmasi énerilir.

e Isi Tutma Bdlgesi (Thermal Soak Zone) Sicakhk Araligi: 120-160°C
e Isi Tutma Bdlgesi Siiresi: 60-120 sn

o Isi tutma bélgesi, komponentlerin isi dayanikhilik farkliliklari ve reflow ekipmaninin
sinirliiklarina bagh olarak kurulmayabilir.
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o On Isitma (Pre-heating) Sicaklik Yiikselme Hizi: 1-3°C/sn

o Sicakhdgin ¢ok hizli yiikselmesi, lehim képriileri, tombstoning (dikilen
komponentler) ve lehim bilyeleri olusumuna yol agabilir; ayrica komponentler
termal stresten zarar gérebilir.

o PCB tizerindeki sicaklik farklarini (At) azaltmak icin 120-160°C arali§inda 60—
120 sn én isitma Onerilir.

o Duslik sicaklik ve kisa stire durumunda PCB lizerindeki sicaklik farki biiyiik
olur.

o Yiiksek sicaklik ve uzun siire durumunda, lehim pastasindaki flux’un (aki)
etkinligi kaybolabilir ve tam erime gergeklesmeyebilir.

(@ 31 )i
250~ WAMEBE (Sn63Pb37) MMEIRIER RS E Refiow Peak Temperature
TongFang Sclder Paste Recommended Reflow Temp. Profile Min. 210°C Max. 230°C
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